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Anforderungen an gelotete elektrische
und elektronische Baugruppen

1 ALLGEMEINES

[/ |ll| 1-1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie beschreibt Materialien, Verfahren und Abnahmekriterien fiir die
[IN=*MIl Herstellung geléteter elektrischer und elektronischer Baugruppen. Das Dokument stiitzt sich auf Prozesskontroll-
methoden, um ein gleichbleibendes Qualititsniveau wéhrend der Fertigung der Produkte zu gewéhrleisten. Es ist nicht
beabsichtigt, mit dieser Richtlinie irgendwelche Verfahren zur Bauteilebestiickung oder zur Aufbringung von Flussmittel
und Lot, die zur Herstellung elektrischer Verbindungen verwendet werden, auszuschlie3en.

]/ - 1.2 Zweck Diese Richtlinie schreibt Materialanforderungen, Prozessanforderungen und Abnahmeanforderungen
=21l fir die Herstellung geldteter elektrischer und elektronischer Baugruppen vor. Um die Empfehlungen und Anfor-
derungen dieses Dokuments besser zu verstehen, kann man es in Verbindung mit [IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 und IPC-
A-610 verwenden. Richtlinien konnen jederzeit aktualisiert werden. Das gilt auch fiir die Nutzung von Ergéinzungen
(Amendments). Die Verwendung einer Ergdnzung oder neueren Ausgabe ist nicht automatisch gefordert.

1.3 Klassifizierung Diese Richtlinie beriicksichtigt, dass elektrische und elektronische Baugruppen einer Klassifizierung
entsprechend der vorgesehenen Anwendung des Endprodukts unterliegen. Drei allgemeine Klassen fiir Endprodukte wurden
festgelegt, um den Unterschieden hinsichtlich Fertigbarkeit, Komplexitdt, funktionellen Leistungsanforderungen sowie
Haufigkeit der Verifikation (Inspektion/Test) Rechnung zu tragen. Es sollte auch beriicksichtigt werden, dass es bei der
Zuordnung der Produkte zu Klassen Uberschneidungen geben kann.

Der Anwender, siehe 1.8.13, ist verantwortlich fiir die Definition der Produktklasse. Die Produktklasse sollte in den
Beschaffungsunterlagen angegeben sein.

Klasse 1 Allgemeine Elektronikprodukte (General Electronic Products)
Hierzu gehoéren Produkte, bei denen die Hauptanforderung das Funktionieren der fertigen Baugruppe ist.

Klasse 2 Elektronikprodukte fiir spezifische Einsatzzwecke (Dedicated Service Electronic Products)

Dazu zdhlen Produkte, die fiir Dauerbetrieb und lange Nutzungsdauer vorgesehen sind und fiir die ein unterbrechungsfreier
Einsatz angestrebt wird, aber nicht entscheidend ist. Typischerweise verursacht die Einsatzumgebung im Betrieb keine
Ausfille.

Klasse 3 Hochleistungselektronik/raue Umgebung (High Performance/Harsh Environment Electronic Products)

Hierzu gehoren alle Produkte, bei denen eine kontinuierliche hohe Leistungsféhigkeit oder Leistungsbereitstellung auf Abruf
unverzichtbar ist. Ein Funktionsausfall kann nicht toleriert werden. Die Einsatzumgebung der Geréte kann ungewdhnlich

rau sein. Die Geréte miissen im Bedarfsfall funktionieren, wie beispielsweise bei lebensrettenden oder anderen kritischen
Systemen.

1.4 MaBeinheiten und Anwendungen Diese Richtlinie verwendet das internationale Einheitensystem (SI-Einheiten) gemaf
ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, Section 3 [zusitzliche Angaben im englischen Maf3system erfolgen in eckigen Klammern].
Die in diesem Dokument verwendeten SI-Einheiten sind Millimeter (mm) [in] fiir MaBe und Maf3toleranzen, Celsius (°C)
[°F] fir Temperatur und Temperaturtoleranzen, Gramm (g) [oz] fiir Gewicht (Masse) und Lux (Ix) [footcandles] fiir die
Beleuchtungsstirke.

Hinweis: Diese Richtlinie verwendet auch andere SI-Einheitenprifixe (ASTM SI10, Section 3.2), um fithrende Nullen oder
Exponentialdarstellungen zu vermeiden (z. B. 0,0012 mm wird 1,2 pm; 3,6 x 10> mm wird 3,6 m).

1.4.1 Uberpriifung der Abmessungen Die tatsichliche Bestimmung spezieller Abmessungen von montierten Komponenten
oder von Lotstellen sowie die Bestimmung von Prozentwerten sind nicht gefordert, ausgenommen fiir die Verifizierung/
Entscheidung von Fillen, die zunéchst zuriickgewiesen wurden. Um die Konformitédt mit den Anforderungen in dieser
Richtlinie zu verifizieren, sind die beobachteten oder berechneten Werte auf den Wert zu runden, der der kleinsten Stelle






